
能带发热芯⽚原理说明

本演⽰将深⼊探讨能带发热芯⽚的⼯作原理，并与传统PTC发热芯⽚进⾏⽐
较。我们将介绍焦⽿定律、能隙理论以及能带发热芯⽚的优势。



焦⽿定律：电流产⽣的热量

公式

焦⽿定律公式：Q = 0.24 I²RT

解释

Q：热能（卡），0.24为功热转换系数。I：电流（安培）。R：电
阻（欧姆）。t：通电时间（秒）。



焦⽿定律与能带发热芯⽚的对⽐

焦⽿定律

电流通过导体产⽣的热量与电流的平⽅、导体的电阻和通电时

间成正⽐。焦⽿定律适⽤于传统PTC发热芯⽚。

能带发热

能带发热芯⽚利⽤电⼦在能带间跃迁产⽣的热量，不受电阻⼤

⼩限制，热量更⾼，效率更⾼。



能隙理论：电⼦跃迁产⽣热量

原理

能隙理论解释了半导体材料的导电性，电⼦在获得⾜够能量

后，会从价带跃迁⾄传导带，并产⽣热量。

应⽤

能带发热芯⽚利⽤能隙理论，通过电⼦跃迁产⽣⼤量热量，克

服了传统PTC芯⽚的电阻限制。



能带发热芯⽚的优势

1 不受电阻限制：能带发热芯

⽚的热量不受电阻⼤⼩影

响，可以实现更⾼的热量输

出。

2 更⾼的效率：能带发热芯⽚

的热转换效率更⾼，可以减

少能量损耗，提⾼能量利⽤

率。

3 更快的升温速度：能带发热芯⽚可以更快地达到⽬标温度，缩短加热

时间，提⾼加热效率。



传统PTC发热芯⽚：焦⽿定律应⽤
PTC原理

PTC芯⽚利⽤材料电阻随温度升⾼⽽增⼤的特性，通过电阻变
化控制热量输出。

应⽤场景

⼴泛应⽤于各种设备，例如电暖器、吹⻛机、电饭煲等。



传统PTC发热芯⽚的局限性

1 受电阻限制：传统PTC芯⽚的热量
输出受到电阻⼤⼩的限制，⽆法实

现⾼热量输出。

2 效率较低：传统PTC芯⽚的热转换
效率相对较低，存在能量损耗。

3 升温速度慢：传统PTC芯⽚的升温
速度相对较慢，影响加热效率。



能带发热芯⽚：突破传统局限

不受电阻限制

能带发热芯⽚利⽤电⼦跃迁产⽣

热量，不受电阻⼤⼩限制，可以

实现更⾼的热量输出。

更⾼的效率

能带发热芯⽚的热转换效率更

⾼，可以减少能量损耗，提⾼能

量利⽤率。

更快的升温速度

能带发热芯⽚可以更快地达到⽬标温度，缩短加热时间，提⾼加热效

率。



能带发热芯⽚的应⽤

⼿机：能带发热芯⽚可以⽤于⼿机快速充

电，提⾼充电效率，缩短充电时间。

笔记本电脑：能带发热芯⽚可以⽤于笔记

本电脑的散热系统，提⾼散热效率，延⻓

使⽤寿命。

电动汽⻋：能带发热芯⽚可以⽤于电动汽

⻋的电池加热系统，提⾼电池性能，延⻓

续航⾥程。



能带发热芯⽚的未来展望

1 应⽤扩展

能带发热芯⽚的应⽤领域不断扩展，未来将应⽤于更多领

域，例如医疗设备、⼯业⽣产等。

2 效率提升

能带发热芯⽚的技术不断进步，热转换效率将进⼀步提升，

更加节能环保。

3 成本下降

随着技术的成熟，能带发热芯⽚的⽣产成本将进⼀步下降，

更加普及应⽤。



能带发热芯⽚的原理图解

1
电⼦在价带

2
电⼦获得能量跃迁⾄导带

3
电⼦在导带运动

4
电⼦释放能量回到价带



传统PTC发热芯⽚：原理图解
电流流经电阻

电阻发热

热量传递到周围环境



能带发热芯⽚：优势总结

1
2

3
4

⾼效率

更⾼的热转换效率，减少能量损耗，提

⾼能量利⽤率。

⾼功率

不受电阻限制，可以实现更⾼的热量输

出，满⾜更⾼的加热需求。

快升温

更快的升温速度，缩短加热时间，提⾼

加热效率。

应⽤⼴

应⽤领域不断扩展，未来将应⽤于更多

领域，例如医疗设备、⼯业⽣产等。



能带发热芯⽚：测试结果分析

1
温度特性

能带发热芯⽚的温度提升为线性的升温特性，不会出现突然暴升。

2
升温速度

能带发热芯⽚的起始升温速度可以⽐传统PTC芯⽚多了⾼两到三倍的温
度。

3
功耗对⽐

相⽐传统PTC发热芯⽚，能带发热芯⽚的功耗更低，可以省电
约⼀半。



能带发热芯⽚：应⽤案例

1
⼿机快充

能带发热芯⽚可以⽤于⼿机快速充电，提⾼充电效率，缩短充电时间，改善⽤户体验。

2
笔记本散热

能带发热芯⽚可以⽤于笔记本电脑的散热系统，提⾼散热效率，延⻓使⽤寿命，提

⾼设备稳定性。

3
电动⻋加热

能带发热芯⽚可以⽤于电动汽⻋的电池加热系统，提⾼电池

性能，延⻓续航⾥程，提升电动汽⻋的整体性能。



能带发热芯⽚：市场前景展望

应⽤扩展 能带发热芯⽚的应⽤领域不断扩

展，未来将应⽤于更多领域，例

如医疗设备、⼯业⽣产等。

效率提升 能带发热芯⽚的技术不断进步，

热转换效率将进⼀步提升，更加

节能环保，符合未来发展趋势。

成本下降 随着技术的成熟，能带发热芯⽚

的⽣产成本将进⼀步下降，更加

普及应⽤，为更多领域提供⾼

效、节能的解决⽅案。



能带发热芯⽚：技术⾰新

1
⾼效热量

能带发热芯⽚可以实现更⾼的热量输出，

突破传统PTC芯⽚的限制。

2
快速加热

能带发热芯⽚可以更快地达到⽬标温度，

缩短加热时间，提⾼加热效率。

3
应⽤⼴泛

能带发热芯⽚的应⽤领域不断扩展，未来

将应⽤于更多领域，例如医疗设备、⼯业

⽣产等。



能带发热芯⽚：研发⽅向
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未来将重点关注提⾼能带发热芯⽚的热转换效率、功率输出和降低成本，以满⾜更多领域的需求。



能带发热芯⽚：对⽐总结

传统PTC
受电阻限制，效率低，升温慢，应⽤范围有限。

能带发热

不受电阻限制，效率⾼，升温快，应⽤领域不断扩展。



能带发热芯⽚：未来展望

能带发热芯⽚技术的进步将为我们带来更多可能性，助⼒科技发展，推动社

会进步。


